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关于对武汉农尚环境股份有限公司的关注函 

 

创业板关注函〔2022〕第 274 号 

                       

武汉农尚环境股份有限公司董事会： 

2022 年 6 月 7 日，你公司控股股东、实际控制人吴亮与海南芯

联微科技有限公司（以下简称“海南芯联”）签署了《股份转让协议》，

吴亮拟将其持有的上市公司 20%股份转让给海南芯联，股份转让完成

后，公司控制权将发生变更，控股股东将变更为海南芯联，实际控制

人将变更为林峰，由于林峰担任上市公司副董事长兼总经理，本次权

益变动构成管理层收购。2022 年 6 月 9 日，吴亮与林峰签订了《股

份转让协议之补充协议》，就转让股份的转让价格进行了重新约定，

其他内容不变，转让价格变更为 14.20 元/股，转让价款合计人民币

8.33 亿元。2022 年 6 月 10 日，你公司披露《详式权益变动报告书》

《简式权益变动报告书》。我部对此表示关注，请你公司进一步核实

并说明以下问题。 

1. 2020 年 9 月 11 日，吴亮将其持有上市公司 9.17%的股份转让

给嘉兴昆兆讯芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴昆兆”），

林峰、付金龙分别持有嘉兴昆兆 45.57%、39.82%合伙份额，2021 年

8 月 2 日至 2021 年 10 月 20 日，嘉兴昆兆将其持有上市公司 9.17%

的股份全部减持。海南芯联成立于 2022 年 5 月 12 日，注册资本为

30,000 万元，林峰、付金龙分别持有海南芯联 70%、30%的股权。 
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（1）请说明嘉兴昆兆持有你公司股权的目的，在持有你公司股权

后迅速进行减持的原因，请海南芯联、林峰说明本次取得上市公司控

制权的目的，是否为财务投资者，是否与前次嘉兴昆兆持有并减持你

公司股份的目的存在背离，并结合海南芯联成立时间、股权结构、内

部治理结构、主营业务、林峰及付金龙的工作经历等信息说明是否具

备参与公司主营业务经营的行业经验及管理能力，是否符合《上市公

司收购管理办法》规定的收购上市公司相关规定，并结合海南芯联资

金来源及融资安排，具体说明海南芯联是否具有受让本次协议转让款

的支付能力。 

（2）2022 年 6 月 9 日，林峰将持有的海南芯联 25%股权转让给

付金龙，高跃华将持有的海南芯联 5%股权转让给付金龙。请披露高

跃华、付金龙的基本情况，包括不限于最近 5 年的任职情况、直接或

间接控制的核心企业，并说明在吴亮与海南芯联签署《股份转让协议》

之后转让海南芯联部分股权的原因，以及林峰、高跃华、付金龙实缴

出资海南芯联的情况。 

（3）《详式权益变动报告书》显示，海南芯联未直接投资或控制

其他企业，林峰除控制海南芯联外，未直接控制其他企业。请说明海

南芯联、林峰间接控制及投资的企业情况。 

（4）《详式权益变动报告书》显示，林峰曾在北京山海昆仑资本

管理有限公司（以下简称“山海昆仑”）、硅谷数模（苏州）半导体有

限公司（以下简称“硅谷数模”）、安代普特（广州）科技有限公司（以

下简称“安代普特”）任职。请说明公司历史上是否与山海昆仑、硅
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谷数模、安代普特发生交易，如是，请具体说明交易金额及内容，同

时，请说明控制权变更后是否将发生交易。 

（5）《详式权益变动报告书》显示，林峰已于 2018 年 12 月辞去

安代普特（广州）科技有限公司（以下简称“安代普特”）董事、总

经理职务，工商登记未及时变更。请说明安代普特长时间未进行工商

变更的原因，林峰是否仍在安代普特履职。 

2. 你公司主营业务为园林绿化工程。2021年 1月，你公司以 4,900

万元向韩国内夏半导体公司购买 OLED 电视显示驱动芯片（TDDI）

相关的专利、非专利技术。2021 年 4 月，你公司向苏州内夏半导体

有限责任公司（以下简称“苏州内夏”）增资 5,100.00 万元收购其 51%

股权，苏州内夏产品类型为通讯设备、电器设备及其它机电设备的内

置芯片等。2021 年 12 月 16 日，江西科宇新能源技术有限公司（以

下简称“江西科宇”）委托公司研发设计适用于锂电池的通用微处理

器 MCU（“目标芯片”），并向公司采购基于其研发设计所生产的目标

芯片，并支付研究开发经费和报酬，前期委托研发设计费用总额为人

民币 1,000 万元，合计采购数量不低于 1,000 万颗；华夏芯（北京）

通用处理器技术有限公司（以下简称“华夏芯”）与你公司签订战略

合作协议，以共同支持中国集成电路设计领域的自主创新和推进国产

替代。2022 年 2 月，你公司认缴出资额 600 万元与深圳市中自信息

技术有限公司（以下简称“中自信息”）共同出资设立合资公司，探

索电源管理类集成电路及功率半导体细分领域。《详式权益变动报告

书》显示，本次权益变动完成后，海南芯联将在保持上市公司既有生
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产经营发展战略基本稳定前提下，加快集成电路板块业务开拓和推进。 

（1）2021 年，你公司进入芯片领域，并开始一系列布局。请说

明你公司涉及芯片领域的具体业务模式、产品类型和应用场景，是否

存在或拟建设芯片生产线，如是，请具体说明芯片生产线的投入、产

品、预计产能和产值，并具体说明 2021 年实现芯片收入的具体产品

及收入金额，如未实现芯片收入，请说明具体原因。 

（2）2021 年 2 月 2 日，你公司回复我部《关注函》（创业板关

注函〔2021〕第 35 号）称，苏州内夏的产品 NX0385、NX0389A 预

计于 2021 年 5 月至 9 月、10 月至 12 月实现批量化生产和供货，4K 

OLED 面板显示驱动芯片预计 2021 年 7 月至 9 月展开商业洽商与初

期研发，2021 年 11 月至 2022 年 6 月进入产品开发方案阶段，2022

年 8 月至 12 月进入流片阶段，2023 年 1 月至 5 月实现批量化生产和

供货。请列示苏州内夏 2021 年的主要财务数据，并按产品类型说明

销售数量和确认的收入金额等，NX0385、NX0389A、4K OLED 面板

显示驱动芯片是否按照原计划开展研发、生产和供货投资，如否，请

分别披露前述产品的研发、生产和供货进展，进展不及预期的原因及

合理性，前期回复我部关注函内容是否存在误导性陈述，你公司购买

的专利、非专利技术与同行业相比是否存在技术迭代或者落后的风险，

是否存在减值迹象，减值准备计提是否充分。 

（3）2021 年 1 月 22 日，你公司披露《关于全资子公司向股东

借款暨关联交易的公告》称，持有公司 9.17%股份的股东嘉兴昆兆拟

向公司全资子公司武汉芯连微电子有限公司提供 5,100 万元借款，借
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款期限暂定为一年。请说明前述借款到期后是否还款或展期，如还款，

请说明具体还款日期；如展期，请说明展期后借款期限、利率，是否

履行了必要的审批程序和信息披露义务。 

（4）请结合目标芯片的研发设计及江西科宇采购目标芯片的进

展，以及你公司与华夏芯、中自信息的合作进展情况，说明你公司在

芯片领域相关业务的最新发展状况，列示相关资产明细，说明相关资

产是否存在减值迹象及减值风险。 

（5）你公司 2021 年度主要收入来源为园林绿化工程，请说明控

制权变更后，公司是否将逐步剥离园林绿化工程相关业务。 

3.请说明本次筹划控制权变更事项的具体过程、参与筹划人员及

在信息保密方面采取的措施，并结合你公司董事、监事、高级管理人

员、持股 5%以上股东及其关联方等近一个月内的交易情况，自查是

否存在相关人员利用内幕信息进行股票交易的情形，并请你公司报备

完整的相关内幕知情人名单和本次交易进程的备忘录。 

4.请你公司、吴亮、海南芯联、林峰、付金龙、高跃华分别说明

你公司及相关信息义务人是否存在其他利益安排，是否存在应披露未

披露的事项。 

5.你公司认为需要说明的其他事项。 

 

请你公司就上述事项做出书面说明，请上市公司独立董事核查并

发表明确意见，在 2022 年 6 月 22 日前将有关说明材料报送我部并对

外披露，同时抄送湖北证监局上市公司监管处。 
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我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。

上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带

的责任。 

 

特此函告。                                                       

                   创业板公司管理部 

                    2022 年 6 月 14 日 

 

 

 

    


